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Die Leiterplattenvielfalt wichst stetig und damit der Bedarf an
verbesserten Richtlinien. Der IPC will das Richtlinienangebot
daher ausbauen. Zu den etwa 200 Richtlinien werden nun in Um-
setzung eines IPC-Long-Range-Plans weitere erarbeitet
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Flexible, zuverlissige
Supply-Chain-Losungen
qualitativ hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fur die Herstellung von
hochwertigen Basismaterialien und Prepregs
zur Fertigung von Leiterplatten mit
unterschiedlichsten Anwendungsgebieten.
Unser globales Vertriebsnetz versetzt uns in
die Lage, Kunden in allen Regionen der Welt zu
beliefern.

Wir bieten kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen und mit zwei komplett ausgestatteten
Service-Zentren in Grof3britannien und
Deutschland ist niemand besser positioniert,
um die Bediirfnisse der europaischen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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Microelectronics Saxony - Intelligent. Digital. Vernetzt.
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Der IPC will das Richtlinienangebot
und seine weltweite Akzeptanz weiter ausbauen
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Mit OrCAD Sigrity ERC entdecken Sie zuverléssig Problem-
stellen der Signalintegritét durch eine SI-Simulation OHNE
Simulationsmodelle. OrCAD Sigrity ERC liest die Geo-
metriedaten und Netzliste Ihres Leiterplattenlayouts und
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